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1.

근 플 산업 는LCD, PDP FPD

가 차 플 주 고 는,

나아가 등에OLED, Flexible Display

한시 주도하고 다 특 는아직. FlexibleDisplay

연 개 단계에 지만단 한평 플 개

뛰어 는첨단 하는 야 우리나 본등 계

플 강 심 한연 동 루어지고

다 는향후 삶 태 변 시키고엄청난시 창 할.

는 략 식 고 다.

체 특 고 질 공하 슬림 경량,

등 갖는 플 새 운차원 다양한

가마 크 나 공 가능케하고 다 하지만 재/ . ,

플 능상 우AM-OLED

고 질 경량 등 평 플 시( , , , )

과경쟁하고 뿐 재 가격경쟁 실 할 는,

공 개 미진한실 다 향후 플 시 보.

해 평 플 비가격경쟁 능 나

못지않게 한 다 플 플 틱.

사 과 동 플 에 할

없는 한특 여할 고 가공Flexible ,

생산비 감역시가능하다.

본연 통해차 마 크 나 듈생산/

핵심 하나Thermal Imprint Hot Embossing

에 한시 개 결과 시하고 한다.

2. Hot Embossing System

본연 에많 헌 시 가 앞

에 한 료검 통해 시 다Hot Embossing

과같 하 다.

동(1)

시 동 한: Actuating

하 측(2)

하 측 단계 한 듈: Hot Embossing

경(3)

도 지 한 듈: / Chamber

지그 타 열 달 지 듈:

고 가압가열(4) /

고 하 한지그 가압 한지그 듈:

재 가열 한 듈:

(5) Alignment

가필 한 듈 한: Alignment /

계3. Hot Embossing System

같 시 듈 통해 계 시 3D CAD

에나타내었고 시 듈들Fig.1-(a) , Fig.1-(b)

같 하 다.

(a) 3D CAD Model of Hot Embossing System

(b) Main Components of Hot Embossing System

Fig.1 Design and Structure of Hot Embossing System

4. Hot Embossing System

계 탕 들 가공3DCADModel

립공 통해 같 하 다Hot Embossing System Fig.2 .

시 마 크 나 크 가Hot Embossing /

지는 듈 열간 해야한다 그러므 동시.

향에안 어야하 하게하 또는변,

어단계 행할 어야한다.

본연 에 는 러한시 특 에 합하는 동 AC

한 동 해 감 비 가지는Servo Motor 1:100

감 하 다 감 는 가없Harmonic . Harmonic

한 동 가능하 고감 비 하여마 크 나, /

크 한 동 가능한 다.

또한 공 산 지하 해챔 하 ,

챔 동 공압 동 하 다 또한열간 공 에.

생할 는열 에러 하 해 에 달 는

열 차단할 는냉각 닛 계 하 다/ .

공 경우 상 재 열 변 특Hot Embossing

에 하 어또는변 어단계가필 하게 는 ,

에 변 어 행하 해본시 에는0.05㎛

도 가지는 에 치하여 변Linear Scale Loading Plate

신 하여 치또는 도등 변

어 행하게 다.
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Fig.2 Manufactured Hot Embossing System

동 챔 동 우[ ( ) ( ) ]

변 측 듈[ ]

Fig.3 Manufactured Main Modules

공5. Hot Embossing

마 크 나 하 해 는 공 변

도 하 복합 어해야 한다 가지 한변 들.

동시에 어하지 못하 등 심각한 에러 등

생할 다 본 시 같 공. Fig.4 Hot Embossing

행할 도 시 어 하 다(Controller) .

Fig.4 Hot Embossing Process Chart

결6.

본연 통해개 한 시Hot Embossing System

변경 통해 공 에 한다양한연 행Thermal Imprint

할 도 었 후에는본연 탕 공,

변 에 한 연 행할 다.

후

본연 는한 생산 연 원에 행 지 쇄“

한 직 개 ” “D/W

한미 개 과 통해얻어진연 결과 에” ,

계 여러 들에게감사 말씀 립니다.
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